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Materialografia

Técnica materialográfica:

1) Normas relacionadas;

2) Escolha da seção: posição, extração do corpo de prova;

3) Preparo da superfície de análise: 
- cuidados no preparo;
- embutimento;
- lixamento;
- polimento;
- ataque químico.



1) Algumas normas relacionadas à 
análise materialográfica:
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2. Escolha da seção da amostra
- Transversal
• Natureza do material;
• Homogeneidade da secção;
• Intensidade da segregação;
• Forma de disposição das bolhas;
• Existência de restos de vazios;
• Profundidade e uniformidade da carbonetação;
• Profundidade de descarbonetação;
• Profundidade de têmpera;
• Inclusões.

- Longitudinal
• Processos de fabricação;
• Análise de cordão de solda;
• Microestrutura longitudinal de deformação;
• Caldeamento.
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2) EXTRAÇÃO DA AMOSTRA:

Pode ser por:

- Quebra;
- Serra;
- Estampagem;
- Usinagem;
- Oxi-corte.
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2. Seccionamento

CORTE 
GROSSEIRO

CORTE 
DELICADO
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2) EXTRAÇÃO DA AMOSTRA: CORTE
Possíveis problemas na etapa de corte:

2. Técnica materialográfica



3) Preparação da superfície de análise

Cuidados:

• Não deve alterar a estrutura do seu corpo de prova;

• Aquecimento dado à peça não deve ser superior a 100ºC;

• Evitar pressão excessiva sobre a amostra (encruamento).
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3) Preparação da superfície de análise

Embutimento:

Objetivo: facilitar manuseio durante preparo da amostra e evitar 
cantos vivos da amostra (causam ferimento à pessoa e danificam 
as lixas).

• Caso seja necessário, usar grampos para fixar ou manter a 
amostras na vertical;
• Usar protetores para evitar a deformação das amostras;

Suporte (grampos) da amostra

Amostra
Amostras de arame

Proteção para a amostra
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3) Preparação da superfície de análise
Embutimento a quente:

As resinas para embutimento a quente, apresentam:
• baixa viscosidade;
• baixa contração;
• boa adesão à amostra;
• resistência a ação de agentes químicos.

Desmoldante
Baquelite

Prensa com aquecimento

Colher de 
medida 
para o 
baquelite
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3) Preparação da superfície de análise

Embutimento a quente:

Possíveis defeitos no
processo.
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3) Preparação da superfície de análise
Embutimento a frio:

• Utiliza-se resinas auto-polimerizáveis: normalmente resinas 
epoxy (líquidas)+catalisador e acelerador;
• Também pode-se utilizar pigmentos, para dar cor ao 
embutimento;
• Polimerização ou cura ocorre a frio (até ~50oC, reação 
exotérmica);
• Tempo de polimerização de 0,2 a 24h (dependendo da resina e 
catalisador e quantidade relativa);
• Vantagem: embutimento de amostras maiores.

Precauções:
- Tamanho da amostra;
- Quantidade de resina;
- Tempo de cura da resina;
- Uso de desmoldante (vaselina);
- Limpar bem a amostra (evitar desprendimento da amostra).
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3) Preparação da superfície de análise
Lixamento:

Objetivo: eliminar riscos da superfície da amostra;

• Remover cantos vivos do embutimento de  baquelite;
• Usar sequência crescente de mesh (#180, #320, #400, #600);
• Adicionar água sobre a lixa para lubrificar e limpar resíduos;
• Manter força no centro da amostra (evitar abaular a amostra  

nas extremidades);
• Rotação de lixamento: 200 a 400 rpm

Amostra com 
cantos abauladosAmostra OK
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Preparação da superfície de análise
Lixamento:

• Girar 90º a cada mudança de lixa;

180#             320#            400#             600#

Direção de 
Lixamento

90o

90o 90o

3. Técnica materialográfica



3) Preparação da superfície de análise
Polimento:

Objetivo: deixar a superfície da amostra espelhada e sem nenhum 
arranhado.

• Polimento com alumina Al2O3, SiO2 ou pasta de diamante;
• Granulometria, normalmente de 3µm, 1µm, 0,3µm;
• Evitar manter a amostra parada sobre a politriz (“forma cometas”).

Fazer movimentos circulares 
com a amostra: evita “cometas”
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3) Preparação da superfície de análise
Polimento:

Cuidados: 
• Não misturar feltros (manta de polimento) utilizados com 

diferentes granulometrias;
• Não misturar feltros de Al2O3, SiO2 e pasta de diamante;

Alumina

Pasta de Diamante

Polimento da amostra

Adicionar água 
para lubrificação

Fazer movimentos circulares
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3) Preparação da superfície de análise

Polimento:

• Grau de polimento depende do tipo e da granulometria do abrasivo;
• Tipo de manta;
• Tipo de lubrificante;
• Rotação de polimento (100~150 rpm).

Tipo de Lubrificante:
- Óleos minerais;
- Água;
- Querosene;
- Parafina.

Tipo de abrasivo:
- Óxido de alumínio;
- Óxido de magnésio;
- Óxido de cromo;
- Diamante;
- Sílica coloidal.

Tipos de pano:
- Feltro;
- Veludo;
- Nylon;
- Seda.
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Polimento materialográfico
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3) Preparação da superfície de análise

Ataque químico:

Objetivo: Revelar a microestrutura e os constituintes da amostra, 
possibilitando maior entendimento das suas propriedades.

EQUIPAMENTOS:
• Recipiente com a solução de ataque;
• Luva plástica;
• Pinça;
• Picete com álcool;
• Secador;
• Água corrente;
• Algodão;
• Beckers de diversos tamanhos;
• Pipetador.
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3) Preparação da superfície de análise

Ataque químico:

Em função de variações estruturais ou químicas o material vai 
ser mais ou menos atacado, por um ou outro reagente químico.

Pode ser quanto a forma:
• Imersão
• Aplicação
• Impressão direta

Quanto ao tempo:
• Longo ou profundo
• Rápido ou superficial

Quanto a temperatura:
• A frio
• A quente

Técnica materialográfica



3) Preparação da superfície de análise

Reagentes para Ataque Materialográfico:

Os reagentes são basicamente soluções diluídas de ácidos
orgânicos ou inorgânicos, álcalis, ou outras soluções de natureza
complexa. A escolha da solução, para fazer aparecer um 
desenvolvimento da estrutura, depende da composição e 
condições estruturais do metal ou da liga.

CUIDADO: ao fazer o ataque químico, utilize luvas e se possível 
avental, pois você estará manuseando reagentes ácidos (embora 
estejam diluídos).
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3) Preparação da superfície de análise

Processo de Ataque Materialográfico:

O processo de ataque químico, depende de:

1) O MODO de aplicar o reagente sobre a superfície da 
amostra;

2) O TEMPO aproximado do contato entre o reagente e a 
superfície;

3) A TEMPERATURA do reagente.
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3) Preparação da superfície de análise

Processo de Ataque Materialográfico:

Modo: 
- por imersão: colocar o reagente no vidro de relógio. Virar a 

superfície da amostra no reagente. Mexer um pouco para remover 
bolhas e uniformizar o ataque;

- Por esfregamento: embeber algodão no reagente e esfregar na 
superfície da amostra.

Tempo: o tempo de ataque deve ser adequado (segundos até minutos). 
Tempo em excesso: superfície super atacada, aparência escura;
Tempo de menos: revelação parcial da estrutura.

Após o ataque, lavar vigorosamente em água corrente para remover o 
reagente e cessar o ataque.

Depois secar com álcool e uma corrente de ar (usar algodão seco).
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3) Preparação da superfície de análise

Rotina do ataque químico:

• Verificar se todos os equipamentos estão em ordem;
• Após o polimento, lavar a amostra em água corrente com auxílio de um algodão;
• Jogar álcool na superfície da amostra;
• Secá-la com secador;
• Colocar a luva plástica;
• Selecionar a solução de ataque adequada;
• O ataque pode ser por meio de fricção, imersão, aspersão;
• Atacar a amostra, com o auxílio de uma pinça;
• A verificação do ataque é feita através do microscópio;
• Efetuar a limpeza e guardar os equipamentos utilizados.
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3) Preparação da superfície de análise

Ataque químico:

Interferem no comportamento do ataque:
• Variação da composição do material (concentração de 
impurezas);
• Variação de estrutura (deformação a frio);
• Variação de cristalização (granulometria grosseira, textura
acicular, gradiente térmico).
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3) Preparação da superfície de análise

Ataque químico:

Reativos comumente usados:

- Solução de ácido nítrico a 1 a 5% em álcool etílico – Nital.

- Solução de ácido pícrico a 4% em álcool etílico – Picral.

- Solução de picrato de sódio: 100ml de água, 25g NaOH e 
25g de ácido pícrico.
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3) Preparação da superfície de análise

Ataque químico:

Técnica materialográfica



3) Preparação da superfície de análise

Ataque químico:
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3) Preparação da superfície de análise

Ataque químico:
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